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Mit ihrem Fertigungsstandort 
in Berlin steht die CONTAG AG 
für Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Innovation in der 
Leiterplatten-Prototypenfertigung.

In mehr als 40 Jahren hat sich die familiengeführte 
CONTAG AG kontinuierlich zu einem der führenden 
europäischen Produktionsbetriebe von Leiterplatten 
und Prototypen entwickelt. Die Ergebnisse aus 
Forschungsprojekten fließen direkt in die Produkte ein. 
Neben den Standardprodukten Multilayer bis zu 24 Lagen, 
Starrflex-Leiterplatten und IMS-Platinen umfasst das 
Produktportfolio Innovationen wie dehnbare oder 3D-MID-
Leiterplatten


